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(57) Hauptanspruch: Flexibles LED-Modul mit einer Reihe
von an einer Oberseite (15) einer flexiblen Leiterplatte (14)
angeordneten LEDs (2), wobei die Oberseite (15) und die
LEDs (2) von einer flexiblen, im Wesentlichen transparenten
Schicht (18; 118; 218) bedeckt sind, dadurch gekennzeich-
net, dass an einer Unterseite (19) der flexiblen Leiterplatte
(14) ein flexibles Basiselement (16; 116; 216) mit mindestens
einem ersten Randabschnitt (10a; 110a; 210a) angeordnet
ist, der sich seitlich entlang einer ersten Randseite (24a) der
flexiblen Leiterplatte (14) Uber diese hinaus erstreckt, und
der zumindest abschnittsweise von der flexiblen, im Wesent-
lichen transparenten Schicht (18; 118; 218) bedeckt ist, wo-
bei das flexible Basiselement (16; 116; 216) einen zweiten
Randabschnitt (10b; 110b; 210b) hat, der sich seitlich ent-
lang einer zweiten Randseite (24b) der flexiblen Leiterplat-
te (14) Uber diese hinaus erstreckt, und der zumindest ab-
schnittsweise von der flexiblen, im Wesentlichen transpa-
renten Schicht (18; 118; 218) bedeckt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein von der flexiblen Schicht bedeckter Ober-
flachenabschnitt (112a, 112b) zumindest eines der Randab-
schnitte (110a, 110b) gegen einen mit der flexiblen Leiter-
platte (14) verbundenen Oberflachenabschnitt des Basisele-
ments (118) abgesenkt ist.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung geht aus von einem flexiblem
LED-Modul gemaR dem Oberbegriff des Anspruchs
1 und von einem Verfahren gemafl dem Oberbegriff
des Anspruchs 12.

Stand der Technik

[0002] Die Erfindung betrifft ein flexibles LED-Mo-
dul. Dieses weist die Form eines langlichen Bandes
auf und hat eine Reihe von an einer Oberseite einer
l&nglichen, flexiblen Leiterplatte angeordneten LEDs.
Eine bevorzugte Abstrahlrichtung der LEDs ist et-
wa parallel zur Oberseite. Das flexible LED-Modul
ist dann als sogenanntes Side-LED-Modul ausgebil-
det. Flexible LED-Module mit dieser Abstrahlrichtung
kommen bevorzugt in sog. Signature-Anwendungen,
das heif3t bei Schriftenbeleuchtungen, zum Einsatz.
Die Abstrahlrichtung kann aber auch zur Oberseite
angestellt oder normal ausgerichtet sein. Zur Befes-
tigung des flexiblen LED-Moduls kann dieses eine an
einer Unterseite angeordnete, flexible Haft- oder Kle-
beschicht aufweisen, die im unmontierten Zustand
des LED-Moduls beispielsweise durch eine Folie ge-
schitzt ist.

[0003] Dieses flexible LED-Modul erweist sich im
Betrieb als empfindlich gegeniber Umwelteinflissen.
Um einen sicheren Betrieb und eine hohe Lebens-
dauer des flexiblen LED-Moduls gewahrleisten zu
kénnen, muss es je nach Einsatzort und Betriebsbe-
dingungen beispielsweise gegen mechanische oder
thermische Belastungen, Stol3, Beaufschlagung mit
chemisch aggressiven oder elektrisch leitenden Flis-
sigkeiten, Dampfen oder Gasen oder gegen Bestrah-
lung mit UV-Licht geschitzt werden.

[0004] Die Oberseite und die LEDs sind daher zu
ihnrem Schutz von einer flexiblen, im Wesentlichen
transparenten Schicht bedeckt.

[0005] GemalR dem Stand der Technik ist diese
Schicht Gber einen Polymerverguss ausgebildet. Da-
bei kommt bevorzugt Silikon zum Einsatz.

[0006] Nachteilig an dieser Losung ist, dass der Po-
lymerverguss aufwandig beziehungsweise nur unter
Zuhilfenahme einer Form aufgebracht werden kann,
da das Vergussmaterial ohne diese begrenzende
Gussform oder -Schale unkontrolliert tiber die Leiter-
platte hinaus flieBen wirde. Weiterhin ist nachteilig,
dass lediglich die Oberseite des LED-Moduls mit der
Schicht Gberzogen und geschitzt ist.

[0007] Stand der Technik zum Verguss von fle-
xiblen LED-Modulen ist beispielsweise in der
DE 10 2011 075 523 A1 gezeigt.

Darstellung der Erfindung

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein flexibles LED-Modul mit einem verbessertem
Schutz gegen Umwelteinfliisse bereitzustellen.

[0009] Diese Aufgabe wird gel6st durch ein flexibles
LED-Modul mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
durch ein Verfahren zur Fertigung des flexiblen LED-
Moduls nach Anspruch 1 mit den Merkmalen des An-
spruchs 12.

[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den abhangigen Anspriichen offenbart.

[0011] Ein flexibles LED-Modul hat eine Reihe von
an einer Oberseite einer flexiblen Leiterplatte ange-
ordneten LEDs. Dabei sind die Oberseite und die
LEDs von einer flexiblen, im Wesentlichen transpa-
renten Schicht bedeckt. Erfindungsgemal ist an ei-
ner Unterseite der flexiblen Leiterplatte, insbesonde-
re an einer rickwartig zur Oberseite angeordneten
Seite der Leiterplatte, ein flexibles Basiselement, ins-
besondere eine flexible Basisplatte, mit einem ersten
Randabschnitt angeordnet. Dieser Randabschnitt er-
streckt sich seitlich entlang einer ersten Randseite
der Leiterplatte und Uber die Leiterplatte hinaus. Da-
bei ist auch der Randabschnitt zumindest abschnitts-
weise von der flexiblen, im Wesentlichen transparen-
ten Schicht bedeckt.

[0012] Somitist die Leiterplatte beziehungsweise ei-
ne Randseite im Bereich des Randabschnitts von der
Schicht bedeckt und geschitzt, was einen gegen-
Uber dem Stand der Technik verbesserten Schutz
des flexiblen LED-Moduls darstellt, da die Randsei-
te dort ungeschitzt ist. Die transparente Schicht ist
bevorzugt eine ein Polymer, insbesondere ein Silikon
oder ein Acrylat-Polyurethan-Copolymer, aufweisen-
de Vergussmasse.

[0013] Erfindungsgemal weist das flexible Basis-
element zudem einen zweiten Randabschnitt auf,
der sich seitlich entlang einer zweiten Randseite
der flexiblen Leiterplatte und Uber diese hinaus er-
streckt. Auch dieser zweite Randabschnitt ist zumin-
dest abschnittsweise von der flexiblen, im Wesentli-
chen transparenten Schicht bedeckt.

[0014] Auf diese Weise ist die Leiterplatte beidsei-
tig an lhren Randseiten geschiitzt. Ein grof3er Vorteil
dieser Weiterbildung ist, dass bei einem Vergielden
der Leiterplatte auf eine gemalt dem Stand der Tech-
nik bendtigte Gussform verzichtet werden kann, da
der Vergussmasse im flissigen Zustand, insbeson-
dere bei einer geeignet ausgewahlten Viskositat und /
oder Oberflachenspannung der Vergussmasse, auf
den beiden Randabschnitten genugend Oberflache
zur Verfiigung steht, um beim Vergielen anhaften zu
kénnen und nicht vor dem Erstarren Uber einen Rand
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des Basiselements Uberzutreten. Eine Folge der geo-
metrischen Ausgestaltung des Basiselements ist so-
mit, dass ein Vergussverfahren ermdglicht ist, fir das
keine Form bendtigt wird. Auf diese Weise ist das
flexible LED-Modul mit verringertem fertigungstech-
nischen Aufwand bereitgestellt.

[0015] Erfindungsgemal ist weiterhin ein von der fle-
xiblen Schicht bedeckter Oberflachenabschnitt von
zumindest einem der Randabschnitte gegen einen
mit der flexiblen Leiterplatte verbundenen Oberfla-
chenabschnitt des Basiselements abgesenkt. Beson-
ders bevorzugt sind auf diese Weise Oberflachen-
abschnitte beider Randabschnitte abgesenkt. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn Uber den abgesenkten
Oberflachenabschnitt eine Nut im entsprechenden
Randabschnitt ausgebildet ist. Diese Nut hat den Vor-
teil, dass die darin angeordnete Vergussmasse nach
ihrem Ausharten eine gute beziehungsweise noch
gréRere Adhasion zum Basiselement aufweist, so
dass die Schicht besser am Basiselement anhaftet.
Weiterhin weist diese Nut beim Aufbringen der Ver-
gussmasse wahrend des Fertigungsverfahrens des
flexiblen LED-Moduls den Vorteil auf, dass sie einen
weiteren Uberlaufschutz darstellt, wodurch das Ver-
gussverfahren ohne Form beziehungsweise Schale
weiter vereinfachbar ist. Als Querschnitt fir die Nut
eignet sich dabei besonders ein kreissegment- oder
ovalsegmentférmiger oder ein rechteckiger oder tra-
pezférmiger Querschnitt.

[0016] In einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung Uberragt zumindest einer der Randabschnit-
te zumindest abschnittsweise einen mit der flexiblen
Leiterplatte verbundenen Oberflachenabschnitt des
flexiblen Basiselements. Bevorzugt Uberragen beide
Randabschnitte zumindest abschnittsweise den mit
der flexiblen Leiterplatte verbundenen Oberflachen-
abschnitt des flexiblen Basiselements.

[0017] Eine besonders bevorzugte und vorteilhaf-
te Weiterbildung ergibt sich, wenn zumindest einer
der Randabschnitte zumindest abschnittsweise einen
Oberflachenabschnitt der flexiblen Leiterplatte tiber-
ragt. In diesem Fall ist eine Randseite beziehungs-
weise Seitenflache der Leiterplatte an dieser Stelle
verblendet. Dies verbessert eine Anmutung oder As-
thetik des flexiblen LED-Moduls, so dass dessen Er-
scheinungsbild verbessert ist.

[0018] Zur Verbesserung der Anhaftung der Schicht
am Basiselement und zur Vereinfachung eines Ver-
gussverfahrens beziehungsweise des Aufbringens
der Vergussmasse auf das Basiselement, die Leiter-
platte und die LEDs, erweist es sich als vorteilhaft,
wenn zumindest einer der Randabschnitte des Basis-
elements einen Kragen aufweist. Besonders bevor-
zugt ragt dieser Kragen etwa in eine Richtung, in die
die Oberseite weist. Dieser Kragen kann auch den
Oberflachenabschnitt der flexiblen Leiterplatte Gber-

ragen, so dass er zur Verblendung einer Randsei-
te der Leiterplatte beitréagt. Was das vorbeschriebe-
ne Uberragen des Oberflachenabschnittes der Lei-
terplatte durch den Randabschnitt beziehungsweise
durch den Kragen betrifft, kommen diese Merkma-
le bevorzugt bei flexiblen LED-Modulen zum Einsatz,
bei denen zumindest eine LED eine Abstrahlrichtung
aufweist, die etwa tangential zur Oberseite ist. Alter-
nativ dazu eignet sich das erfindungsgemale Basis-
element generell natirlich auch fir LED-Module mit
LEDs, die eine Abstrahlrichtung aufweisen, die etwa
normal oder angestellt zur Oberflache der Leiterplatte
ist. Dabei ist bevorzugt, wenn der Randabschnitt oder
der Kragen im Falle seitlich abstrahlender LEDs nicht
in den Strahlengang der LED hineinragt, so dass die
Abstrahlung nicht durch den Randabschnitt gemin-
dert wird.

[0019] Eine bevorzugte Weiterbildung des flexiblen
LED-Moduls weist zumindest eine ebenfalls an der
Oberseite angeordnete passive oder aktive Elektro-
nikeinheit auf, die ebenfalls von der flexiblen, im We-
sentlichen transparenten Schicht bedeckt ist. Beson-
ders bevorzugt weist dabei jede der LEDs oder je-
weils eine Gruppe von LEDs eine zugeordnete Elek-
tronikeinheit auf.

[0020] Eine Verbindung der flexiblen Leiterplatte mit
dem flexiblen Basiselement ist bevorzugt lUber ei-
ne flexible Haft- oder Uber eine flexible Klebeschicht
realisiert. Alternativ oder ergdnzend dazu kann die
Verbindung auch Uber eine Clipsverbindung reali-
siert sein. Durch die Verclipsung kann die Leiterplatte
beispielsweise mit Bezug zum Basiselement in ihrer
Position gehalten werden, solange die Klebeschicht
nicht ausgehartet ist. Auf diese Weise kann eine Wei-
terverarbeitung / ein Transport des LED-Moduls er-
folgen, ohne dass die Klebeschicht ausgehartet sein
muss, was helfen kann Herstellungszeiten zu redu-
zieren.

[0021] Das flexible Basiselement ist bevorzugt ein
extrudiertes Silikonbauteil.

[0022] Um das flexible LED-Modul einfach an einer
Zieloberflache befestigen zu kdnnen, weist es bevor-
zugt an einer Unterseite des flexiblen Basiselements
eine flexible Haft- oder eine flexible Klebeschicht auf.
Diese ist bevorzugt als Haft- oder Klebeband (Tape)
ausgebildet. In einem unmontierten Zustand des fle-
xiblen LED-Moduls, wenn es also noch nicht an einer
Zieloberflache befestigt ist, ist diese Haft- oder Kle-
beschicht bevorzugt mit einer entfernbaren Schutzfo-
lie Uberdeckt.

[0023] Ein Verfahren zur Fertigung eines flexiblen
LED-Moduls, das insbesondere gemaf der vorher-
gehenden Beschreibung ausgebildet ist, weist er-
findungsgemaf einen Schritt umfassen das Vergie-
Ren einer Oberseite der Leiterplatte und des ers-
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ten Randabschnitts des Basiselements oder einen
Schritt umfassend das Vergiel3en einer Oberseite der
Leiterplatte und des ersten und des zweiten Randab-
schnitts des Basiselements auf.

[0024] Aufgrund des Vergusses der Oberseite des
ersten Randabschnitts oder des ersten und des zwei-
ten Randabschnitts ist das flexible LED-Modul nicht
nur an seiner Oberseite, sondern auch seitlich bezie-
hungsweise an zumindest einer Randseite der Leiter-
platte gegen Umwelteinfliisse geschitzt. Es ist daher
umfassender geschitzt als ein flexibles LED-Modul
gemal dem Stand der Technik.

[0025] In einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung des Verfahrens erfolgt der Schritt umfassend
das Vergie3en durch einen Schritt umfassend ein
gussformloses Vergiellen der Oberseite der Leiter-
platte und des zumindest einen der Randabschnitte
des Basiselements. Falls die Elektronikeinheit auf der
Leiterplatte angeordnet ist, ist dabei auch deren Ver-
giellen bevorzugt.

[0026] Das durch den oder die Randabschnitte des
Basiselements wie vorbeschrieben ermdglichte guss-
formlose VergielRen ermdglicht zudem eine beson-
ders effiziente und kostenglnstige Endlosfertigung
(Rolle zu Rolle) des flexiblen LED-Moduls, da das
LED-Modul nicht entformt werden muss. Es entsteht
ein langes LED-Modul, dass in einem Folgeprozess
auf beliebige Langen zugeschnitten oder aufgetrennt
werden kann. Voraussetzung dafir ist eine entspre-
chend lange und mit LEDs und ggf. Elektronikeinhei-
ten vorbestickte flexible Leiterplatte.

[0027] Voraussetzung fir das gussformlose Vergie-
Ren ist, dass das Vergussmaterial und die Gréf3e und
Form der Randabschnitte des Basiselements wie vor-
beschrieben aufeinander abgestimmt sind. So kann
verhindert werden, dass das Vergussmaterial Gber
die Randabschnitte hinaus Ubertritt.

[0028] Dies geschieht bevorzugt durch einen Schritt
umfassend eine Auswahl des Vergussmaterials der-
art, das es eine fir das gussformlose Vergiel3en ge-
eignete Viskositat und eine bezogen auf das Materi-
al und die Form des Randabschnitts geeignete Ober-
flachenspannung aufweist. Alternativ oder ergédnzend
dazu erfolgt die Abstimmung bevorzugt durch ei-
nen Schritt umfassen eine Ausbildung des abgesenk-
ten Oberflachenabschnitts des Randabschnitts und /
oder durch einen Schritt umfassend eine Ausbildung
des Kragens des Randabschnitts. Beide der letztge-
nannten Schritte ermdglichen es dabei unabhangig
voneinander, einen breiteren Bereich von Material-
eigenschaften, insbesondere der Viskositat und der
Oberflachenspannung, des Vergussmaterials zu nut-
zen. Anders ausgedriickt: Unter Anwendung des Kra-
gens und / oder des abgesenkten Oberflachenab-
schnitts beziehungsweise der Nut kdnnen Verguss-

materialien mit geringerer Viskositat und / oder gerin-
gerer Oberflachenspannung zum Einsatz kommen.
Bevorzugt erfolgt einer der beiden letztgenannten
Schritte, oder beide, unter Berlicksichtigung der ge-
nannten Eigenschaften des Vergussmaterials. Die
Abstimmung erfolgt bevorzugt derart, dass ein bei
der Erstarrung erzielter Kontaktwinkel zwischen der
Schicht und dem Randabschnitt des Basiselements
ausreichend grof} ist, die Oberseite der Leiterplatte,
die LED und ggf. die Elektronikeinheit ganz zu bede-
cken.

[0029] Vor dem Schritt umfassend das Vergiel3en
oder das gussformlose Vergie3en erfolgt bevorzugt
ein Schritt umfassen eine Verbindung der Leiterplat-
te mit dem Basiselement, wobei die Verbindung be-
vorzugt durch eine Verclipsung und / oder durch ei-
ne Verklebung erfolgt. Miteinander verclipste Verbin-
dungspartner weisen dabei den Vorteil auf, dass das
(noch unvergossene) LED-Modul unmittelbar wei-
terverarbeitet, also beispielsweise dem Verfahrens-
schritt umfassend ein gussformloses Vergie3en zu-
gefuhrt werden kann, ohne dass eine Aushartung be-
ziehungsweise Erstarrung einer zwischen der Leiter-
platte und dem Basiselement angeordneten Klebe-
schicht abgewartet werden misste. Dies kann Ferti-
gungszeiten verkirzen.

[0030] Das Basiselement wird bevorzugt durch ei-
nen Schritt umfassend eine Extrusion gefertigt.

Figurenliste

[0031] Im Folgenden soll die Erfindung anhand von
drei Ausflihrungsbeispielen und vier schematischen
Zeichnungen néher erlautert werden. Die Figuren zei-
gen:

Fig. 1 ein erstes Ausfiuihrungsbeispiel eines fle-
xiblen LED-Moduls in einer Draufsicht;

Fig. 2 das erste Ausfiihrungsbeispiel gemaf
Fig. 1 in einer Querschnittansicht;

Fig. 3 ein zweites Ausflihrungsbeispiel eines fle-
xiblen LED-Moduls in einer Querschnittansicht;
und

Fig. 4 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel eines fle-
xiblen LED-Moduls in einer Querschnittansicht.

Bevorzugte Ausfiihrung der Erfindung

[0032] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausfihrungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemafien flexiblen LED-Moduls 1 in
einer Draufsicht. Auf einer Leiterplatte 14 sind dabei
mehrere LEDs 2 und Elektronikeinheiten 3 hinterein-
ander etwa in einer Reihe angeordnet. Die LEDs 2,
die Elektronikeinheiten 3 und eine dem Betrachter zu-
gewandte Oberseite der Leiterplatte 14 sind von ei-
ner transparenten und flexiblen Schicht 18 bedeckt.
Zur besseren Veranschaulichung der Erfindung folgt
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eine Beschreibung von Querschnitten flexibler LED-
Module anhand der Fig. 2 bis Fig. 4.

[0033] Fig. 2 zeigt das erste Ausflhrungsbeispiel
des flexiblen LED-Moduls 1 gemaf Fig. 1 in einer
Querschnittansicht. Anhand des Querschnitts ist prin-
zipiell der erfindungsgemale Aufbau des LED-Mo-
duls 1 gut zu erkennen. Auf der Leiterplatte 14 sind
an deren Oberseite 15 die LED 2 und die Elek-
tronikeinheit 3 angeordnet. In Betrachtungsrichtung
dahinter angeordnete LEDs und Elektronikeinheiten
sind verdeckt. Die LED 2 und die Elektronikeinheit
3 sind uber herkdmmliche Verbindungstechniken mit
der Leiterplatte 14 verbunden. Die LED 2 hat einen
LED-Chip 8, der in einem LED-Gehéause 4 in Fig. 2
links beziehungsweise seitlich angeordnet ist. Eine
Abstrahlrichtung des LED-Moduls 1 beziehungswei-
se der LED 2 ist folglich in Fig. 2 nach links ausge-
richtet. Ein derartiges LED-Modul, wie es vom Prin-
zip her auch in den beiden folgenden Ausflihrungs-
beispielen der Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, strahlt so-
mit nicht normal oder in einem gréReren Winkel son-
dern etwa parallel zur Oberseite 15 der Leiterplatte 14
ab. Diese Bauform ist auch unter dem Namen ,Side
LED-Strip“ oder ,-Module bekannt. Zur Anwendung
kommen derartige flexible LED-Module insbesonde-
re, indem sie lateral an Schriftzligen oder Logos an-
geordnet sind. Man spricht dabei von einer ,Signatu-
re-Anwendung®.

[0034] Gegen die bereits angefiihrten Umweltein-
flisse sind die Leiterplatte 14, die LED 2 und die
Elektronikeinheit 3 Uber eine sich entlang des gesam-
ten LED-Moduls 1 erstreckende Schicht 18 mit einem
im Wesentlichen halbkreisférmigen Querschnitt ge-
schitzt.

[0035] Die Leiterplatte 14 ist dabei Uber eine Kle-
beschicht 20 mit einem flexiblen Basiselement 16 in
Form einer diinnen flexiblen, sich entlang des LED-
Moduls 1 erstreckenden, Basisplatte verbunden. An
deren in Fig. 2 unteren Seite 19 ist wiederum eine
Haftschicht 22 angeordnet, tber die das LED-Modul
1 an einer Zieloberflache befestigbar ist.

[0036] Erfindungsgeman weist das Basiselement 16
beziehungsweise die Basisplatte in Fig. 2 seitlich der
Leiterplatte 14 zwei Randabschnitte 10a, 10b auf, die
sich seitlich Uber die Leiterplatte 14 hinaus erstre-
cken. Auch diese Randabschnitte 10a, 10b sind zu-
mindest abschnittsweise von der Schicht 18 bedeckt,
so dass auch das Basiselement 16 gegen die ge-
nannten Umwelteinflisse geschitzt ist. Die Abst(t-
zung der Schicht 18 auf den Randabschnitten 10a,
10b des Basiselementes 16 ermdoglicht es auf vor-
richtungstechnisch einfache Weise, dass durch die
Schicht 18 ebenso Randseiten 24a, 24b der Leiter-
platte 14 geschitzt sind. Dabei stellt auch das Basis-
element 16 einen Schutz gegen Umwelteinflisse dar,

die aus einer Richtung einwirken, die von einer Be-
festigungsseite des LED-Moduls 1 ausgehen.

[0037] Aufgrund der Randabschnitte 10a, 10b kann
in einem Fertigungsverfahren des LED-Moduls 1 zu-
dem die Schicht 18 in einem Verfahrensschritt um-
fassend ein VergieRen der Oberseite 15 der Leiter-
platte 14 und der LED 2 und der Elektronikeinheit 3
ohne eine Zuhilfenahme einer den Guss begrenzen-
den Form erfolgen. Dies ist damit begriindet, dass
die in Fig. 2 zur Schicht 18 weisenden Oberflachen
der Randabschnitte 10a, 10b dem Vergussmaterial,
beispielsweise dem Silikon, bei geeignet eingestell-
ten Prozessparametern eine ausreichend grof3e Haft-
flache zur Verfuigung stellen, die bewirkt, dass der
Verguss an dem Basiselement 16 anhaftet und so-
mit nicht Gber das Basiselement 16 hinaus flief3t. Die
Prozessparameter die dabei besonders zu beachten
sind, sind eine Viskositat der Vergussmasse und ei-
ne Oberflachenspannung der Vergussmasse bezo-
gen auf die Randabschnitte 10a, 10b des Basisele-
mentes 16.

[0038] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausflhrungsbeispiel
eines erfindungsgemalfien flexiblen LED-Moduls 101,
das im Wesentlichen dem ersten Ausfiihrungsbei-
spiel gemaR den Fig. 1 und Fig. 2 entspricht, sich je-
doch im Bereich von Randabschnitten 110a und 110b
von diesem Ausfiihrungsbeispiel unterscheidet. Aus
Griinden der Ubersichtlichkeit wird an dieser Stelle le-
diglich auf die Unterschiede zum ersten Ausfiihrungs-
beispiel gemaR Fig. 1 und Fig. 2 eingegangen.

[0039] Anders als beim ersten Ausflihrungsbeispiel
gemal Fig. 1 weisen die Randabschnitte 110a, 110b
des zweiten Ausflihrungsbeispiels gemaf Fig. 3 ab-
gesenkte Oberflachenabschnitte 112a, 112b auf, die
mit der Schicht 118 beziehungsweise mit der Ver-
gussmasse ausgefullt sind. Der Vorteil dieser Ab-
senkung liegt darin, dass eine fir die Adhasion der
Schicht 118 am Basiselement 16 zur Verfigung ste-
henden Kontaktflaiche gegeniber dem ersten Aus-
fuhrungsbeispiel vergrofert ist. Folglich ist die Adha-
sion verbessert. Ein weiterer Vorteil einer derartigen
Form der Randabschnitte 110a, 110b wird ersichtlich,
wenn man den Verfahrensschritt des Aufbringens be-
ziehungsweise des VergielRens der Schicht 118 als
Vergussmasse betrachtet: Gemal dem ersten Aus-
fuhrungsbeispiel mussten die Parameter Viskositat
und Oberflachenspannung der Vergussmasse beim
VergieRBen derart abgestimmt sein, dass die Anhaf-
tung der Schicht 18 an den Randabschnitten 10a,
10b ausreichte, die Schicht 18 vor ihrem Erstarren
nicht Uber das Basiselement 16 Ubertreten zu lassen.
Ebenso musste durch diese Abstimmung gewabhrleis-
tet sein, dass ein Kontaktwinkel zwischen der Schicht
18 und den Randabschnitten 10a, 10b ausreichend
grol ist, damit weder die LED2, noch die Elektronik-
einheit 3 aus der Schicht 18 herausragt.
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[0040] Dem gegenuber ist das zweite Ausfiihrungs-
beispiel gemall Fig. 3 derart verbessert, dass die
durch die abgesenkten Oberflachenabschnitte 112a,
112b ausgebildeten Vertiefungen beziehungsweise
Nuten einen FlieBwiderstand beziehungsweise eine
FlieRbarriere fir das Vergussmaterial der Schicht 118
darstellen. In Zusammenwirkung mit der wie vorbe-
schrieben gréleren Kontaktflache der Randabschnit-
te 110a, 110b konnen daher beispielsweise gunsti-
gere Prozessparameter zum VergieRen gewahlt wer-
den: Beispielsweise eine hthere Temperatur bezie-
hungsweise eine geringere Viskositat des Verguss-
materials, um ein schnelleres VergieRen und damit
eine Zeitersparnis zu ermdglichen. Oder es kénnen
LED-Module hergestellt werden, die mit Bezug zur
Fig. 3 eine geringere Breite des Basiselementes 116
aufweisen.

[0041] Ein drittes Ausflihrungsbeispiel eines LED-
Moduls 201 mit ahnlichen Vorteilen, wie sie bereits
durch die abgesenkten Oberflachenabschnitte der
Randabschnitte gemal dem zweiten Ausflihrungs-
beispiel gemal Fig. 3 realisiert sind, zeigt Fig. 4. Bis
auf anders ausgestaltete Randabschnitte 210a, 210b
entspricht dieses Ausfiihrungsbeispiel den vorher ge-
nannten beiden Ausfihrungsbeispielen. Aus der ab-
weichenden geometrischen Ausgestaltung der Rand-
abschnitten 210a, 201b resultiert naturlich auch eine
abweichende Geometrie einer Schicht 218, die die
Randabschnitte 210a, 201b bedeckt. Beide Rand-
abschnitte 210a, 210b weisen jeweils einen Kra-
gen 213a beziehungsweise 213b auf. Diese Kragen
213a, 213b Ubernehmen dabei eine dhnliche Funkti-
on, wie sie bereits fiir die abgesenkten Oberflachen-
abschnitte 112a, 112b des zweiten Ausfliihrungsbei-
spiels gemal Fig. 3 erfillt werden: Vergrofierung
der Kontaktflache, Erh6hung des FlieBwiderstandes.
Daraus resultieren analog zum Ausflihrungsbeispiel
gemal Fig. 2 die bessere Anhaftung der Schicht 218
an den Randabschnitten 210a, 210b und die Verein-
fachung beziehungsweise Optimierung des Verfah-
rensschrittes des VergieRens der Schicht 218.

[0042] Hinzu kommt, dass der Kragen 213a, 213b
einen Oberflachenabschnitt 223 des Basiselementes
216 Uberragt und sogar die Oberseite 15 der Leiter-
platte 14 Uberragt, so dass Randseiten 24a, 24b der
Leiterplatte optisch verblendet sind. Dies hat den Vor-
teil, dass das LED-Modul 201 aus einer seitlichen An-
sicht eine héhere asthetische Anmutung beziehungs-
weise eine héhere Wertigkeit aufweist.

[0043] Alle gezeigten Ausflihrungsbeispiele der
LED-Module eignen sich besonders gut zur Darstel-
lung von Schriften oder Symbolen, da sie beziglich
Biegeachsen, die etwa parallel zur Oberseite 15 und
quer zu einer Langserstreckung des LED-Moduls an-
geordnet sind, geringe Biegeradien ermdglichen. Ei-
ne typische Anwendung ist beispielsweise eine ,Si-
gnature-Anwendung®, bei der das LED-Modul mit sei-

ner Unterseite, insbesondere mit seiner Haftschicht
22, auf einer Randflache eines Buchstabens ange-
ordnet ist.

[0044] Abweichend von den gezeigten Ausflihrungs-
beispielen kénnen sowohl fiir die Schicht als auch
fur das Basiselement andere Materialien als Silikon
gewahlt werden. Beispielsweise kénnen Polyuretha-
ne oder Acrylat-Polyurethane oder andere Polymere
zum Einsatz kommen.

[0045] Bei Verwendung eines vorgeformten Basis-
elementes ist eine sehr homogene und gut zu repro-
duzierende AuBenflache der Schicht ermdglicht.

[0046] Abweichend von den gezeigten Ausfiihrungs-
beispielen kann die Leiterplatte alternativ oder ergén-
zend zur Klebeschicht tUber eine Verclipsung mit dem
jeweiligen Basiselement verbunden sein.

[0047] Gemeinsamer Vorteil der Ausflhrungsbei-
spiele ist, dass beim Verguss der Leiterplatte, der
LED und der Elektronikeinheit mit wie vorbeschrieben
geeignet gewahlten Prozessparametern und Materi-
aleigenschaften der Vergussmasse auf eine Guss-
form oder eine Gussschale, die einen seitlichen Uber-
tritt der flissigen Vergussmasse verhindert, verzich-
tet werden kann. Dieser Effekt wird beim zweiten
und dritten Ausflihrungsbeispiel wie vorbeschrieben
durch die geometrische Ausgestaltung der Randab-
schnitte weiter unterstitzt.

[0048] Abweichend von den gezeigten Ausflihrungs-
beispielen kann die Schicht auch ein Acrylat-Poly-
urethan-Copolymer aufweisen, wobei die Schicht als
Vergussmasse aufgetragen ist.

[0049] Offenbartist ein flexibles LED-Modul mit einer
flexiblen Leiterplatte und mit einer Reihe darauf an-
geordneter LEDs, das eine flexible, im Wesentlichen
transparente Schicht aufweist, die sich zumindest
Uber eine Oberseite der Leiterplatte und die darauf
angeordneten LEDs erstreckt. Zudem hat das LED-
Modul ein an einer Unterseite der Leiterplatte ange-
ordnetes, flexibles Basiselement mit einem Randab-
schnitt, der sich seitlich entlang einer Randseite der
Leiterplatte Uber diese hinaus erstreckt. Auch die-
ser Randabschnitt ist von der flexiblen, im Wesent-
lichen transparenten Schicht zumindest abschnitts-
weise bedeckt.

[0050] Offenbart ist weiterhin ein Verfahren zur Fer-
tigung eines derartigen flexiblen LED-Moduls mit ei-
nem Schritt des Vergiel3ens einer Oberseite der Lei-
terplatte und des zumindest einen Randabschnitts
des flexiblen LED-Moduls.
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Bezugszeichenliste

1;101; 201 Flexibles LED-Modul

2 LED

3 Elektronikeinheit

4 LED-Gehause

8 LED-Chip

10a, 10b; 110a, 110b; Randabschnitt Ba-

210a, 210b siselement

112a, 112b Abgesenkter Ober-
flachenabschnitt

213a, 213b Kragen

14 Leiterplatte

15 Oberseite

16; 116; 216 Flexibles Basisele-
ment

18; 118; 218 Flexible Schicht

19 Unterseite Leiterplat-
te

20 Klebeschicht

22 Haftschicht

223 Oberflachenab-
schnitt Basiselement

24a, 24b Randseite

Patentanspriiche

1. Flexibles LED-Modul mit einer Reihe von an
einer Oberseite (15) einer flexiblen Leiterplatte (14)
angeordneten LEDs (2), wobei die Oberseite (15)
und die LEDs (2) von einer flexiblen, im Wesentli-
chen transparenten Schicht (18; 118; 218) bedeckt
sind, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Un-
terseite (19) der flexiblen Leiterplatte (14) ein flexi-
bles Basiselement (16; 116; 216) mit mindestens ei-
nem ersten Randabschnitt (10a; 110a; 210a) ange-
ordnet ist, der sich seitlich entlang einer ersten Rand-
seite (24a) der flexiblen Leiterplatte (14) Uber diese
hinaus erstreckt, und der zumindest abschnittswei-
se von der flexiblen, im Wesentlichen transparenten
Schicht (18; 118; 218) bedeckt ist, wobei das flexi-
ble Basiselement (16; 116; 216) einen zweiten Rand-
abschnitt (10b; 110b; 210b) hat, der sich seitlich ent-
lang einer zweiten Randseite (24b) der flexiblen Lei-
terplatte (14) Uber diese hinaus erstreckt, und der
zumindest abschnittsweise von der flexiblen, im We-
sentlichen transparenten Schicht (18; 118; 218) be-
deckt ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein von
der flexiblen Schicht bedeckter Oberflachenabschnitt
(112a, 112b) zumindest eines der Randabschnitte
(110a, 110b) gegen einen mit der flexiblen Leiterplat-

te (14) verbundenen Oberflachenabschnitt des Ba-
siselements (118) abgesenkt ist.

2. Flexibles LED-Modul nach dem vorhergehen-
den Anspruch, wobei zumindest einer der Randab-
schnitte (210a, 210b) zumindest abschnittsweise ei-
nen mit der flexiblen Leiterplatte (14) verbundenen
Oberflachenabschnitt (223) des flexiblen Basisele-
ments (216) uberragt.

3. Flexibles LED-Modul nach einem der vorherge-
henden Ansprliche, wobei zumindest einer der Rand-
abschnitte (210a, 210b) zumindest abschnittsweise
die Oberseite (15) der flexiblen Leiterplatte (14) Uber-
ragt.

4. Flexibles LED-Modul nach einem der vorherge-
henden Ansprliche, wobei zumindest einer der Rand-
abschnitte (210a, 210b) einen Kragen (213a, 213b)
aufweist.

5. Flexibles LED-Modul nach einem der vorherge-
henden Anspruche, wobei eine Abstrahlrichtung zu-
mindest einer der LEDs (2) etwa tangential zur Ober-
seite (15) ist.

6. Flexibles LED-Modul nach einem der vorherge-
henden Anspriiche mit zumindest einer an der Ober-
seite (15) angeordneten passiven oder aktiven Elek-
tronikeinheit (3), die von der flexiblen, im Wesentli-
chen transparenten Schicht (18; 118; 218) bedeckt
ist.

7. Flexibles LED-Modul nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei die flexible Leiterplatte
(14) mit dem flexiblen Basiselement (16; 116; 216)
Uber eine flexible Haft- oder (ber eine flexible Klebe-
schicht (20) verbunden ist.

8. Flexibles LED-Modul nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei das flexible Basiselement
(16; 116; 216) extrudiert ist und Silikon aufweist.

9. Flexibles LED-Modul nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei an einer Unterseite des
flexiblen Basiselements (16; 116; 216) eine flexible
Haftschicht (22) oder eine flexible Klebeschicht ange-
ordnet ist.

10. Verfahren zur Fertigung eines flexiblen LED-
Moduls, das gemaf einem der vorhergehenden An-
spriche ausgebildet ist, gekennzeichnet durch ei-
nen Schritt umfassend ein:

- VergiefRen einer Oberseite der Leiterplatte (14) und
des ersten Randabschnitts (10a, 10b; 110a, 110b;
210a, 210b) des Basiselements (16; 116; 216) ;
oder durch einen Schritt umfassend ein

- VergiefRen einer Oberseite der Leiterplatte (14) und
des ersten und des zweiten Randabschnitts (10a,
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10b; 110a, 110b; 210a, 210b) des Basiselements (16;
116; 216).

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Ver-
gielRen als gussformloses Vergiel3en erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei vor dem
gussformlosen Vergiel3en ein Schritt umfassend die
- Auswahl eines Vergussmaterials mit einer fir das
gussformlose Vergiel’en geeigneten Viskositat und
Oberflachenspannung;
und / oder ein Schritt umfassend die
- Ausbildung des abgesenkten Oberflachenab-
schnitts (112a, 112b) des Randabschnitts (110a,
110Db) ;
und / oder ein Schritt umfassend die
- Ausbildung des Kragens (213a, 213b) des Randab-
schnitts (210a, 210b) erfolgt.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12,
wobei vor dem Schritt umfassend ein Vergief3en oder
ein gussformloses VergielRen ein Schritt umfassend
eine
- Verclipsung der Leiterplatte mit dem Basiselement
und / oder ein Schritt umfassend eine
- Verklebung der Leiterplatte mit dem Basiselement
erfolgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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Fig.4
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